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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Kuhlkorper fur einen IC-Baustein und Montageverfahren dafur 

@ Beschrieben wird ein Kuhlkorper (1) fur einen Lei- 
stungs- IC-Baustein (10), etwa einen Prozessor. Der Kuhl- 
korper hat die Form einer im wesentlichen flachen Platte, 
deren Querschnittsflache senkrecht zu ihrer Dicke we* 
sentlich gro&er als die Querschnittsflache des IC-Bau- 
steins senkrecht zu seiner Dicke ist. Um eine Kontaktfla- 
che fur einen Warmekontakt mit dem IC-Baustein herum 
befinden sich einstuckig angeformte Teile (2; 2*) am Kuhl- 
korper, deren Hdhe senkrecht zur Dicke des Kuhlkorpers 
der Bauhohe des IC-Bausteins auf einer Leiterplatte (8) 
entspricht. Aufcerdem wird ein Verfahren zur Montage 
des Kuhlkorpers beschrieben. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Kuhlkorper fur einen IC- 
Baustein mit einem flachen Gehause, aus dessen Unterseite 
eine Vielzahl von Kontaktstiften senkrecht hervorstehen, 
und insbesondere einen Kuhlkorper fur einen IC-Baustein 
mit verhaltnismafiig hoher Verlustlei stung, etwa einen Pro 
zessor. 

Prozessoren neuerer Bauart haben eine Verlustleistung in 
der GroBenordnung 10 Watt, so daB sie besonderer Kuhlung 
bediirfen. Dazu verwendet man konventionell einen flachen 
Kiihlkorper, dessen Breite und Lange ungefahr der Breite 
und der Lange des Prozessors entsprechen. Der Kuhlkorper 
hat eine glatte Unterseite, mit der er auf den Prozessor auf- 
gesetzt wird, wobei zwischen der Unterseite des Kuhlkdr- 
pers und dem Prozessor Warmeleitpaste oder eine Warme- 
leitfolie angebracht werden kann, um den Warmeubergang 
vom Prozessor auf den Kiihlkorper zu verbessern. Der Kuhl- 
korper wird beispielsweise durch Klemmvorrichtungen oder 
eine selbstklebende Warmeleitfblie am Prozessor festgehal- 20 
ten. Die Oberseite des Kuhlkorpers hat ein geeignetes Ober- 
flachenprofil, etwa Kiihlrippen, die im Luftstrom eines dar- 
iiber angebrachten Liifters liegen. 

Ein solcher Aufbau hat. eine verhaltnismaBig groBe Hohe. 
Bei genormten Aufbausystemen fur elektrische Anlagen, 25 
mit einschiebbaren und wieder herausziehbaren Baugrup- 
pen, die eine relativ geringe Normbreite von beispielsweise 
20,32 mm oder einem Vielfachen davon haben, nimmt ein 
konventioneller Aufbau aus Prozessor, Kuhlkorper und Liif- 
ter haufig zu viel Piatz in Anspruch, um in einer Baugruppe 30 
mit der kleinstrnoglichen Breite untergebracht zu werden. 
Verwendet man eine Baugruppe mit der doppelten Norm- 
breite, verliert man jedoch einen Einschubplatz, und in der 
Baugruppe mit dem Prozessor wird viel Platz verschenkt. 

Aufgabe der Erfindung ist es, einen Kuhlkorper fur einen 35 
IC-Baustein zu schaffen, der eine moglichst geringe Ge- 
samt-Bauhohe erlaubt, sowie ein dafur geeignetes Montage- 
vcrfahrcn zu schaffen. 

Diese Aufgabe wird bei einem Kuhlkorper mit den Merk- 
malen des Patentanspruchs 1 dadurch gelost, daB der Kuhl- 40 
korper die Form einer im wesentlichen flachen Platte hat, 
deren Querschnittsflache senkrecht zu ihrer Dicke wesent- 
lich groBer als die Querschnittsflache des IC-Bausteins 
senkrecht zu seiner Dicke ist, und dadurch, daB der Kuhlkor- 
per um eine Kontaktflache fur einen Warmeubergang vom 45 
IC-Baustein herum einstuckig angeformte Teile hat, deren 
Hohe senkrecht zur Dicke des Kuhlkorpers der Bauhohe des 
IC-Bausteins auf einer Leiterplatte entsprichL 

Der Kuhlkorper wird so montiert, daB die einstuckig 
daran angeformten Teile die Leiterplatte in der Umgebung 50 
des IC-Bausteins beruhren und daran befestigt sind, vor- 
zugsweise mittels Schrauben. Die am Kuhlkorper ange- 
formten Teile haben mehrere Funktionen: 

Erstens ermoglichen sie eine einfache und mechanisch 
stabile Befestigung des Kiihlkorpers an der Leiterplatte. An- 55 
ders als bei konventioneller Befestigung eines groBflachigen 
Kuhlkorpers an einem Prozessor besteht daher keine Gefahr, 
daB sich der Kuhlkorper durch sein Eigengewicht, durch Vi- 
brationen und/oder durch Krafteinwirkung beim Transport 
vom Prozessor ablest oder der Prozessor aus seinem Sockel 60 
gezogen wird, und es kann ein relativ groBflachiger und da- 
mit schwerer Kuhlkorper verwendet werden. 

Zweitens sorgen die am Kuhlkorper angeformten Teile 
fur eine genau definierte Lage der Kontaktflache am Kuhl- 
korper in bezug auf die Oberseite des IC-Bausteins, so daB 65 
der Warmeiibergang swiderstand minimiert werden kann, 
ohne ubermaBigen mechanischen Druck auf den IC-Bau- 
stein auszuiiben. Diese Lage ist besondersgenau definiert, 
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wenn die angeformten Teile moglichst. nahe am Kuhlkorper 
angeordnet sind. Eventuell vorhandene Fertigungstoleran- 
zen in der Hohe des Sockels und des IC-Bausteins konnen 
durch Verwendung von Warmeleitpaste oder einer nachgie- 
bigen Warmeleitfolie bzw. durch das weiter unten beschrie- 
bene Montageverfahren ausgeglichen werden. 

Drittens fuhren die am Kuhlkorper angeformten Teile ei- 
nen Teil der Verlustwarme des IC-Bausteins in die Leiter- 
platte ab, wodurch die Kuhloberflache effektiv vergroBert 
wird und mechanische Spannungen aufgrund von Warme- 
ausdehnung vermieden werden. Der Warmeubergang auf 
die Leiterplatte kann durch geeignete Formgebung der ange- 
formten Teile verbessert werden. Der Warmeubergang auf 
die Leiterplatte ist besonders gut, wenn die Beruhrungsfla- 
che des Kuhlkorpers mit der Leiterplatte verkupfert ist, be- 
ziehungsweise noch besser, wenn zusatzlich Durchkontak- 
tierungen zu weiteren inneren oder auBeren Kupferlagen der 
Leiterplatte bestehen. 

Viertens nehmen die am Kuhlkorper angeformten Teile 
nur wenig Hache auf der Leiterplatte in Anspruch, und der 
verbleibende Raum unterhalb des Kuhlkorpers kann fiir 
weitere Komponenten einer Baugruppe genutzt werden. 
Falls der IC-Baustein ein Prozessor ist, haben alle iibrigen 
Komponenten haufig eine geringere Bauhohe als der Pro- 
zessor einschlieBlich Sockel, so daB die gesamte Quer- 
schnittsflache der Leiterplatte bzw. Baugruppe fur den Kiihl- 
korper genutzt werden kann. 

Funftens benotigt man wegen der groBen Querschnittsfla- 
che des Kuhlkorpers und der zusatzlichen Warmeableitung 
uber die Leiterplatte keinen eigenen Lufter fiir den IC-Bau- 
stein, sondern die Warmeableitung kann durch eine ohnehin 
vorhandene Zwangsbeliiftung erfolgen. Da ein separater 
Lufter nicht notwendig ist, ergibt sich eine sehr geringe Ge- 
samt-Bauhohe. Ein Leistungs- IC-Baustein mit einem erfin- 
dungsgemaBen Kuhlkorper kann daher auch in verhaltnis- 
maBig flachen bzw. schmalen Baugruppenoder Einschuben 
eingesetzt werden, wie sie in standardisierten Aufbausyste- 
men verwendet werden. 

In einer Ausfuhrungsform sind die einstuckig angeform- 
ten Teile des Kiihlkorpers ein rechteckiger Rahmen aus vier 
miteinander verbundenen Stegen, der den IC-Baustein im 
montierten Zustand auf alien vier Seiten in geringem Ab- 
stand umgibt. 

In einer weiteren Ausfuhrungsform sind die einstuckig 
angeformten Teile des Kuhlkorpers zwei gerade parallele 
Stege, die sich uber die gesamte Breite des Kuhlkorpers er- 
strecken konnen und deren Abstand voneinander etwas gro- 
Ber als die Lange oder Breite des IC-Bausteins ist, wobei der 
IC-Baustein bei rnontiertem Kuhlkorper zwischen den Ste- 
gen liegt. 

Der erfindungsgemaBe Kuhlkorper ermoglicht sehr hohe 
Packungsdichten von elektrischen und elektronischen Kom- 
ponenten. Seine Verwendung in Aufbausystemen mit defl- 
nierten bzw. eingeschrankten Abmessungen wie z. B. bei in- 
ternational genormten Aufbausystemen fur elektrische An- 
lagen ermoglicht daher eine hohe Anzahl von Baugruppen 
und eine hohe elektrische Leistung pro Volumeneinheit. 

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Montageverfahren 
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 9. Dieses Verfah- 
ren umfaBt die Schritte, daB vor der Montage des Kiihlkor- 
pers der IC-Baustein so auf einem zugehorigen Sockel auf 
einer Leiterplatte aufgesetzt wird, daB jeder Kontaktstift 
teilweise in ein zugehoriges Kontaktloch im Sockel ein- 
dringt, daB der Kuhlkorper auf den IC-Baustein aufgesetzt 
und am Umfang des IC-Bausteins durch mehrere Schraub- 
elemente mit der Leiterplatte verbunden wird und daB die 
Schraubelernente gleichzeitig oder schrittweise reihum an- 
gezogen werden, wobei die Kontaktstifte defer in die Kon- 
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taktlocher im Sockel eindringen. 

Danach werden der IC-Baustein und der Kuhlkorper dau- 
erhaft mit einer Kraft zusammengedriickt, die aus den elasti- 
schen Eigenschaf tender einzelnen Kontaktstifte/Kontakt- 
loch-Paare resultiert, so daB auf einfache Weise ein guter 
Warmeubergang zwischen dem IC-Baustein und dem Kuhl- 
korper sichergestellt ist, der durch Vibrationen, das Eigen- 
gewicht. des Kuhlkorpers oder andere mechanische Bean- 
spruchungen nicht beeintrachtigt wird. Zur weiteren Verbes- 
serung des Warmeubergangs kann zwischen den Kiihlkor- 
per und den IC-Baustein eine Warrneleitfolie gelegt werden. 
Falls die Warrneleitfolie eine gewisse Eigenelastizitat hat, 
wird auch die Unempfindlichkeit. gegenuber Vibrationen 
oder dergleichen weiter erhoht. 

Bei einer derartigen Montage eines Kuhlkorpers gemiiB 
der Erfindung wird die maximale Eindringtiefe der Kontakt- 
stifte in die Kontaktlocher durch die einstuckig am Kiihlkor- 
per angeformten Teile festgelegt, welche Abstandselemente 
zwischen dem Kuhlkorper und der Leiterplatte bilden. Nach 
dem Festziehen der Schrauben ist der Kuhlkorper sicher an 
der Leiterplatte befestigt. 

Ftir einen Ausbau des IC-Bausteins kann der Kuhlkorper 
durch Losen der Schrauben leicht wieder demontiert wer- 
den. Wird lediglich der Kuhlkorper demontiert, muB aller- 
dings vor einer erneuten Montage der IC-Baustein aus sei- 
nem Sockel gezogen werden, um bei Wiedermontage die 
Bauteiletoleranzen aus zugleichen. 

Die Erfindung eignet sich fur alle Arten von Leistungs- 
IC-Bausteinen (integrierten Schaltungen) mit einer ebenen 
Oberseite zur Warmeableitung mittels Kuhlkorper und ins- 
besondere fur Prozessoren mit hoherer Verlustleistung. 

Im folgenden werden Ausfuhrungsbeispiele der Erfin- 
dung anhand der Figuren erlautert. Darin zeigen: 

Fig. 1A eine Riickansicht eines flachen Kuhlkorpers mit 
einem angeformten Rahmen aus vier miteinander verbunde- 
nen Stegen, 

Fig. IB eine Riickansicht eines flachen Kuhlkorpers mit 
zwci angeformten parallclcn Stegen, 

Fig. 1C eine Schnittansicht des Kuhlkorpers von Fig. 1A 
bzw. IB, 

Fig. 2 eine Schnittansicht eines Aufbausystems mit meh- 
reren Baugruppen, in denen jeweils ein Prozessor und der 
Kuhlkorper von Fig. 1 A oder Fig. IB eingebaut sind, 

Fig. 3A eine Schnittansicht der Leiterplatte mit Prozessor 
und dem Kuhlkorper von Fig. 1A einer einzelnen Bau- 
gruppe von Fig. 2, 

Fig. 3B eine Draufsicht auf die Anordnung von Fig. 3A, 
wobei Teile des Kuhlkorpers und des Prozessors weggelas- 
sen sind, und 

Fig. 4A, 4B AusschnittsvergroBerungen von Fig. 3A zur 
Erlauterung des Montageverfahrens. 

Der in Fig. 1 A gezeigte Kuhlkorper 1 ist eine rechteckige 
flache Metallplatte, an deren Ruckseite ein rechteckiger 
Rahmen aus vier miteinander verbundenen Stegen 2 ange- 
formt ist. In der Schnittansicht von Fig. 1C ist zu erkennen, 
daB jeder Steg 2 einen ungefahr quadratischen Querschnitt 
hat, daB die Ruckseite des Kuhlkorpers 1 mit Ausnahme der 
Stege 2 eben ist und daB die Vorderseite des Kuhlkorpers 1 
profiliert ist, so daB viele kleine Kiihlrippen 3 gebildet wer- 
den. Der Kuhlkorper 1 wird zusammen mit den Stegen 2 und 
den Kuhlrippen 3 als GuBteil hergestellt, beispiels weise aus 
Aluminium. Durch jeden Steg 2 ist ein Gewindeloch 4 ge- 
bohrt, das sich senkxecht zur Ebene des Kuhlkorpers 1 er- 
streckt. Die Flache des Kuhlkorpers 1 zwischen den Stegen 
2 bildet eine Kontaktflache fur den Warmekontakt miteinem 
zu kuhlenden IC-Baustein, etwa einem Prozessor. 

Der in Fig. IB gezeigte Kuhlkorper 1' ist dem Kuhlkorper 
von Fig. 1 A ahnlich, unterscheidet sich aber darin, daB an- 
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stelle des rechteckigen Rahmens aus vier Stegen 2 zwei von- 
einander getrennte Stege 2' am Kuhlkorper 1' angeformt. 
sind, die im Abstand parallel zueinander verlaufen. Die 
Stege 2' haben den gleichen Abstand voneinander wie zwei 
5 einander gegenuberliegende Stege 2 in Fig. 1A. Anders als 
in Fig. 1A erstrecken sich die Stege 2' in Fig. IB uber die 
gesarnte Breite des Kuhlkorpers 1'. In jeden Steg 2' sind 
zwei Gewindelocher 4' gebohrt. 

Fig. 2 zeigt einen Schnitt durch ein Standard-Aufbausy- 
stem fur elektrische Baugruppen. Das Aufbausystem umfaBt 
ein rechteckiges Gestell als Baugruppentrager, von dem in 
der Zeichnung lediglich Frontplatten 5 und eine Ruck wand 
6 sichtbar sind. In den Baugruppentrager sind mehrere 
flache Baugruppen 7 nebeneinander eingeschoben. Jede 
Baugruppe 7 enthalt eine Leiterplatte 8, die von vorne bzw. 
wie in Fig. 2 gesehen von unten in nicht dargest elite Fiihrun- 
gen im Baugruppentrager einschiebbar ist und darin festge- 
halten wird, Riickwandstecker 9 zur Verbindung mit einer 
Stromversorgung und einem Systembus in der Riickwand 
(in der Zeichnung nicht gezeigt) sowie eine Anzahl von 
elektronischen Bauelementen, von denen in der Zeichnung 
lediglich ein Prozessor 10 gezeigt ist. 

Jeder Prozessor 10 sitzt auf einem Stecksockel 11, der auf 
der T^eiterplatte 8 festgelotet ist. Uber jedem Prozessor 10 ist 
ein Kuhlkorper 1 wie in Fig. 1 A angebracht. Altera ativ kon- 
nen z. B. die Kuhlkorper 1' von Fig. IB verwendet werden. 
Der Kuhlkorper 1 beruhrt die Oberseite des zu kuhlenden 
Prozessors 10 mit der ebenen Kontaktflache zwischen den 
Stegen 2, wobei der Rahmen aus den Stegen 2 den Prozessor 
1 in geringem Abstand umgibt. Die Stege 2 sind mittels 
Schrauben 12, die in die Gewindelocher 4 geschraubt sind, 
an der Leiterplatte 8 festgeschraubt. Der Kuhlkorper 1 ragt 
in der Ebeneder Leiterplatte 8 um mehr als die Breite des 
Prozessors 10 uber die Stege 2 hinaus, wobei er fast bis an 
die Frontplatte 5 und die Riickwand 6 des Baugruppentra- 
gers bzw. an nicht dargestellte Ober- und Unterseiten des 
Baugruppentragers heranreicht. Auf der AuBenseite des 
Rahmens, den die Stege 2 bilden, bestcht zwischen der Lei- 
terplatte 8 und dem Kuhlkorper 1 ein freier Raum 13, der fur 
weitere, in der Zeichnung nicht gezeigte elektronische Bau- 
elemente genutzt werden kann. 

Die maximale Anzahl der Baugruppen 7 hangt bei vorge- 
gebener Breite des Baugruppentragers von der Bauhohe der 
Baugruppen 7 und dem Platzbedarf fur sonstige Komponen- 
ten wie z. B. Strom versorgungen usw. ab. Beispielsweise er- 
gibt sich bei einem Bedarf von einundzwanzig Steckplatzen 
in einem standardisierten 1 9 n -Baugruppentrager ein maxi- 
maler Abstand der Einbauplatze von 20,32 mm. Dieser Ab- 
stand teilt sich auf in den Platzbedarf 14 fur Durchkontaktie- 
rungen, die Dicke der Leiterplatte 8, den freien Raum 13 fur 
die Bauteilebestuckung und einen freien Raum 15, der zwi- 
schen je zwei Baugruppen 7 vorzusehen ist. Fur die Kuh- 
lung des Prozessors 10 stehen daher weniger als zehn Milli- 
meter Bauhohe oberhalb des Prozessors 10 zur Verfugung. 

Diese geringe Bauhohe gentigt jedoch, da man wegen der 
groBen Flache des Kuhlkorpers 1 ohne eigene Lufter fiir die 
Prozessoren 10 auskommt. Zur Kuhlung gentigt der Luft- 
strom der Zwangsbeliiftung des Aufbausystems, die haufig 
durch einen oder mehrere Luftereinschube erzeugt wird. Der 
Luftdurchsatz ist durch den geringen Abstand der Baugrup- 
pen 7 zueinander und durch die hohe Aufbauhohe der Kom- 
ponenten auf den Leiterplatten 8 zwar eingeschrankt, durch 
die groBe Flache des Kuhlkorpers 1, die in der Zeichnung 
ungefahr zehn mal so groB ist wie die Flache der Oberseite 
des Prozessors 10, kann aber dennoch eine ausreichende 
Kuhlwirkung gewahrleistet werden. 

Allerdings ist darauf zu achten, daB die Kuhlrippen 3 des 
Kuhlkorpers 1 parallel zum Luftstrom liegen. 
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Fig. 3A zeigt die Leiterplatte einer einzelnen Baugruppe 
7 von Fig. 2 mit aufgesetztem Prozessor 10 und Kuhlkorper 
1 in der gleichen Ansicht wie in Fig. 2, und Fig. 3B zeigt 
diese Anordnung in Draufsicht. In Fig. 3B sind Teile des 
Kuhlkorpers 1 und des Prozessors 10 weggelassen, so daB 5 
der Rahmen aus den Stegen 2, der Stecksockel 11 mit einer 
Vielzahl von Kontaktlochern 16 darin, die Oberseite des 
Prozessors 10 sowie eine Warmeleitfolie 17 erkennbar sind, 
die zwischen die Oberseite des Prozessors 10 und die Unter- 
seite des Kuhlkorpers 1 gelegt ist. Pfeile in Fig. 3B zeigen 10 
auBerdem die Stromungsrichtung der Kiihlluft parallel zu 
den Kuhlrippen 3 an. 

Fig. 4A und 4B zeigen den mit einem Kreis markierten 
Ausschnitt der Anordnung von Fig. 3A vergroBert. Fig. 4A 
und 4B zeigen ferner detaillierter den Prozessor 10 mit sei- 15 
nen Kontaktstiften 18, den Stecksockel 11 mit Lotstiften 19, 
die durch die Leiterplatte 8 hindurchgehen und mit entspre- 
chenden Kontaktflecken auf der Leiterplatte 8 verlotet sind, 
und die Warmeleitfolie 17 zwischen der Oberseite des Pro- 
zessors 10 und der Unterseite des Kuhlkorpers 1. 20 

AuBerdem ist in Fig. 4A und 4B zu erkennen, daB die Lei- 
terplatte 8 im Bereich des Steges 2 auf beiden Seiten jeweils 
mit einer zusammenhangenden Kupferschicht 20, 21 be- 
deckt ist. Die Kupferschichten 20, 21 bilden jeweils auf die 
gleiche Weise wie die Stege 2 einen rechteckigen Rahmen 25 
um den Prozessor 10 herum, wobei dieser Rahmen eine et- 
was groBere Flache als die Stege 2 einnimmt. Der uberste- 
hende Rand der oberen Kupferschicht 20 ist ubrigens auch 
in Fig. 3B zu erkennen. Wie in Fig. 4A und 4B gezeigt, sind 
die beiden Kupferschichten 20, 21 mittels einer Vielzahl von 30 
Durchkontaktierungen 22 durch die Leiterplatte 8 miteinan- 
der verbunden. Falls die Leiterplatte 8 zusatziiche leitende 
Innenlagen 23 enthalt, konnen diese ebenfalls mit den 
Durchkontaktierungen 22 verbunden sein. 

Die Stege 2 weisen eine Hone auf, die der maximalen 35 
Hone des Prozessors 10, des Stecksockels 11 und der War- 
meleitfolie 16 entspricht. Um Fertigungstoleranzen in der 
Hone des Prozessors 10 und des Stecksockels 11 auszuglci- 
chen, wird der Kuhlkorper 1 wie folgt montiert. 

Zunachst wird der Prozessor 10 in den Stecksockel 11 ge- 40 
steckt und leicht eingedruckt, wobei jeder Kontaktstift 17 
ein kleines Stuck weit in das entsprechende (in Fig. 4A bzw. 
4B nicht sichtbare) Kontaktloch 16 im Stecksockel 11 ein- 
dringt. Auf den Prozessor 10 wird als elastisches Zwischen- 
glied die Warmeleitfolie 17 aufgebrachl. AnschlieBend wird 45 
der Kuhlkorper 1 tiber den Prozessor 10 gestulpt, und die 
Schrauben 12 werden in den Kuhlkorper 1 geschraubt und 
leicht angezogen, so daB die Anordnung den in Fig. 4A ge- 
zeigten Zustand einnimmt 

In der Folge werden die Schrauben 12 in mehreren Schrit- 50 
ten reihum festgezogen, wobei der Prozessor 10 gleichma- 
Big in den Stecksockel 11 eingepreBt wird. Der Montagevor- 
eane ist abeeschlossen. wenn die Stege 2 en° an der Leiter- 
platte 8 anliegen, wobei der Kuhlkorper 1 im gewiinschten 
Abstand fest mit der Leiterplatte 8 verschraubt ist. Es ist 55 
nicht erforderlich und in der Regel auch nicht wunschens- 
wert, daB der Prozessor 10 in diesem Zustand bis zum An- 
schlag in den Stecksockel 11 eingedrungen ist, wie sich aus 
dem folgenden ergibt. 

Im montierten Zustand stehen die Kontaktstifte 18 und 60 
die Kontaktlocher 16 aufgrund ihrer Eigenelastizitat standi g 
unter der mechanischen Spannung, mit der der Prozessor 10 
in den Stecksockel 11 gepreBt wurde, und halten den Prozes- 
sor 10 dauerhaft gegen den Kuhlkorper 1 gedriickt, so daB 
ein guter Warmeiibergang vom Prozessor 10 auf den Kuhl- 65 
korper 1 gewahrleistet ist. 

AuBerdem wird ein Teil der Warme aus dem Kuhlkorper 
1 uber die Stege 2 und die thermisch damit verbundenen 



Kupferschichten 20, 21 und 23 in die Leiterplatte 8 geleitet 
und von dort an die Umgebung abgegeben. Somit wirkt die 
Leiterplatte 8 seibst als zusatzlicher Kuhlkorper und verbes- 
sert die Gesamt-Warmeableitung. Durch dieErwarmung der 
Leiterplatte 8 zusammen mit dem Kuhlkorper 1 werden au- 
Berdem mechanische Spannungen verringert, die durch un- 
terschiedliche Warmeausdehnung in der Baugruppe entste- 
hen konnen. 

Patentanspriiche 

1 . Kuhlkorper fur einen IC-Baustein mit einem flachen 
Gehause, aus dessen Unterseite eine Vielzahl von Kon- 
taktstiften senkrecht hervorstehen, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Kuhlkorper (1) die Form einer im 
wesentlichen flachen Platte hat, deren Querschnittsfla- 
che senkrecht zu ihrer Dicke wesentlich groBer als die 
Querschnittsflache des IC-Bausteins (10) senkrecht zu 
seiner Dicke ist, und dadurch, daB der Kuhlkorper um 
eine Kontaktflache fur einen Warmekontakt mit dem 
IC-Baustein herum einstiickig angeformte Teile (2; 2') 
hat, deren I lone senkrecht zur Dicke des Kuhlkorpers 
der Bauhdhe des IC-Bausteins auf einer Leiterplatte (8) 
entspricht. 

2. Kuhlkorper nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Kuhlkorper (1) Befestigungsmittel 
(4; 4') enthalt, die im Bereich der einstiickig angeform- 
ten Teile (2; 2') des Kuhlkorpers angeordnet sind, zur 
Befestigung an einer Leiterplatte (8), auf der sich der 
IC-Baustein (10) befindet. 

3. Kuhlkorper nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Befestigungsmittel Locher oder Ge- 
windelocher (4; 4') in den einstiickig angeformten Tei- 
len (2; 2') des Kuhlkorpers (1) sind. 

4. Kuhlkorper nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die einstiickig 
angeformten Teile (2; 2') des Kuhlkorpers (1) so ge- 
formt sind, daB sic Warme vom Kuhlkorper auf cine 
Leiterplatte (8) leiten, auf der sich der IC-Baustein (10) 
befindet. 

5. Kuhlkorper nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die einstiickig 
angeformten Teile des Kuhlkorpers (1) langgestreckte 
Stege (2; 2') sind. 

6. Kuhlkorper nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB vier miteinander verbundene Stege (2) 
vorgesehen sind, die einen rechteckigen Rahmen bil- 
den, dessen InnenmaBe etwas groBer als die Lange 
bzw. Breite des IC-Bausteins (10) sind. 

7. Kuhlkorper nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zwei gerade parallele Stege (2') vorgese- 
hen sind, deren Abstand voneinander etwas groBer als 
die Lange oder Breite des IC-Bausteins (10) ist. 

8. Kuhlkorper nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der IC-Baustein 
ein Prozessor (10) ist. 

9. Verfahren zur Montage eines Kuhlkorpers auf ei- 
nem IC-Baustein mit einem flachen Gehause, aus des- 
sen Unterseite eine Vielzahl von Kontaktstiften senk- 
recht hervorstehen, dadurch gekennzeichnet, daB ein 
Kuhlkorper (1) verwendet wird, der die Form einer im 
wesentlichen flachen Platte hat, deren Querschnittsfla- 
che senkrecht zu ihrer Dicke wesendich groBer als die 
Querschnittsflache des IC-Bausteins (10) senkrecht zu 
seiner Dicke ist, und dadurch, 

daB vor der Montage des Kuhlkorpers der IC-Baustein 
so auf einem zugehorigen Socket (11) auf einer Leiter- 
platte (8) aufgesetzt wird, daB jeder Kontaktstift (18) 
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teilweise in ein zugehoriges Kontaktloch (16) im Sok- 
kel eindringt, 

daB der Kuhlkorper auf den IC-Baustein aufgesetzt und 
am Umfang des IC-Bausteins durch mehrere Schraub- 
elemente (4; 4') mit der Leiterplatte verbunden wird 5 
und 

daBdie Schraubelemente gleichzeitig oder schrittweise 
reihum angezogen werden, wobei die Kontaktstifte tie- 
fer in die Kontaktlocher im Sockel eindringen. 

10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- io 
net, daB zwischen den Kuhlkorper (1) und den IC-Bau- 
stein (10) eine Warmeieitfolie (17) gelegt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die maximale Eindringtiefe der 
Kontaktstifte (18) in die Kontaktlocher (16) durch Ab- 15 
standselemente (2; 2') zwischen dem Kuhlkorper (1) 
und der Leiterplatte (8) festgelegt wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Ab standselemente ein- 
stuckig am Kuhlkorper (1) angeformte Stege (2; 2') 20 
sind. 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der IC-Baustein 
ein Prozessor (10) ist. 

25 
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